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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung
zum Bonden zweier Wafer (2, 3) an einer Verbin-
dungsflache V der Wafer (2,3) wobei ein Druckiber-
tragungsmittel mit einer Druckflache D zur Beauf-
schlagung der Wafer (2, 3) mit einem Bonddruck an
der Druckflache D vorgesehen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Druckflache D kleiner als die
Verbindungsflache V ist. Weiterhin betrifft die vor-
liegende Erfindung ein Verfahren zum Bonden
zweier Wafer (2. 3) an einer Verbindungsflache V
der beiden Wafer (2, 3), wobei durch Druckibertra-
gungsmittel ( |) mit einer Druckflache D zur Beauf-
schlagung der Wafer (2, 3) ein Bonddruck nachei-
nander auf Teilabschnitte der Verbindungsflache V
aufgebracht wird.
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Verfahren und Vorrichtung zum Bonden zweier Wafer

Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Bonden zweier
Wafer (2, 3) an einer Verbindungsfiiche V der Wafer (2,3) wobei ¢in
Druckiibertragungsmittel mit einer Druckfliche D zur Beaufschlagung der
Wafer (2, 3) mit einem Bonddruck an der Druckflidche D vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Druckfliche D kleiner als die

Verbindungsfliche V ist,

Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Bonden
zweler Wafer (2, 3) an einer Verbindungsfliche V der beiden Wafer (2, 3).
wobei durch Druckiibertragungsmittel (1) mit einer Druckfldche D zur
Beaufschlagung der Wafer (2, 3) ein Bonddruck nacheinander auf

Teilabschnitte der Verbindungsfldche V aufgebracht wird.

Hierzu Fig. 1 ¢
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Verfahren und Vorrichtung zum Bonden zweier Wafer

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum, insbesondere
permanenten, Bonden zweier Wafer, insbesondere Strukturwafer, geméf
Patentanspruch 1| und ein korrespondierendes Verfahren geméf

Patentanspruch 9.

Das permanente Verbinden beziehungsweise Bonden von Strukturwafern
erfolgt beispielsweise durch Diffusionsbonds, eutektische Bonds oder
Glasfritbonds, wobei Cu-Cu-Verbindungen in den letzten Jahren fiir etliche

Anwendungszwecke besonders bevorzugt waren.

Fiir das Verbinden sind hohe Temperaturen und/oder Driicke fiir einen

stabilen, irreversiblen Bond erforderlich.

Bei in der Fliche immer groBer und vom Durchmesser immer diinner
werdenden Strukturwafern ergeben sich fiir Bondingverfahren immer
groBere Schwierigkeiten, zumal die Ausbeute an Chips m&glich grofl sein
soll. Auf der anderen Seite besteht die Forderung einer kostengiinstigen
und schonenden Herstellung eines Permanentbonds an der

Verbindungsfliche beziehungsweise Kontaktflache zwischen den Wafern,



Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung und
ein Verfahren zum Bonden von Wafern anzugeben, mit welchen eine
schonende, effektive und kostengiinstige Herstellung eines Bonds,

insbesondere Permanentbonds, ermoglicht wird.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der Patentanspriiche 1 und 9
gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den
Unteranspriichen angegeben. In den Rahmen der Erfindung fallen auch
simtliche Kombinationen aus zumindest zwei von in der Beschreibung, den
Anspriichen und/oder den Figuren angegebenen Merkmalen. Bei
angegebenen Wertbereichen sollen auch innerhalb der genannten Grenzen
liegende Werte als Grenzwerte offenbart gelten und in Kombination

beanspruchbar sein.

Der Grundgedanke der vorliegenden Erfindung besteht darin,
Druckiibertragungsmittel vorzusehen, mit welchen der Bonddruck
nacheinander auf Teilabschnitte der Verbindungsflache zwischen den
beiden Wafern aufgebracht wird, Mit anderen Worten st die Druckfldache
zur Beaufschlagung der Wafer mit dem Bonddruck kleiner, insbesondere
deutlich kleiner, als die Verbindungsfliche der beiden Wafer. Somit ist es
erfindungsgemdfl moglich, die insgesamt zu einer bestimmten Zeit
aufzubringende Druckkraft zu reduzieren, wodurch einerseits das Material
geschont wird und andererseits die Vorrichtungen wesentlich

kostengiinstiger herstellbar sind.

Insbesondere bei direkter Kontaktierung eines Wafers mit der Druckfldche
wirkt sich die Erfindung derart aus, dass der konstruktive Aufwand fir die
Druckbeaufschlagung zum Verbinden der beiden Wafer deutlich reduziert
wird. Dies gilt besonders fir die Verwendung der vorliegenden Erfindung
bei WafergréBen ab 300 mm Durchmesser, noch bevorzugter mindestens

400 mm Durchmesser.
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Erfindungsgemil ist es daher vorgesehen, die Druckfliche systematisch
und gleichméBig relativ zur Verbindungsfliche der Wafer, also parallel zu
der Verbindungsfldche, zu bewegen und die Verbindungsflache gleichmiBig
mit Druck zu beaufschlagen. Insbesondere ist die Summe der an der auf die
Verbindungsfliiche wirkenden Krédfte entlang der Oberfliche homogen
verteilt. Mit anderen Worten: Die wihrend der Druckbeaufschlagung der
Verbindungsfliche der Wafer in jedem Punkt wirkende Summenkraft ist im
Wesentlichen identisch, insbesondere mit einer Abweichung von weniger

als 20 %, vorzugsweise weniger als 10 %.

Gemif einer vorteilhaften Ausfilhrungsform der Erfindung ist vorgesehen,
dass die Druckfldache <80 %, insbesondere <60 %, vorzugsweise kleiner

<40 % der Verbindungsfliche betriagt.

Soweit die Druckfldache zumindest teilweise, insbesondere volistindig,
entlang einer von der Verbindungsfliche abgewandten
Beaufschlagungsfliche eines der Wafer bewegbar ist, ist die Ausfihrung
der Erfindung konstruktiv einfach zu [0sen. Dabei ist es von Vorteil, wenn
die Druckfliche nur einen der beiden Wafer beaufschlagt und der andere
Wafer vollflichig mit seiner von der Verbindungsfliche abgewandten

Auflagefliche auf einer Aufnahme, insbesondere einem Chuck, fixiert ist,

Weiterhin ist es erfindungsgemil von Vorteil, wenn der Bonddruck auf
einen zur Druckfliche korrespondierenden Teilabschnitt der
Verbindungsfliche aufbringbar ist. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn die Druckflidche in direktem Kontakt mit dem Wafer ist und keine
dazwischen liegenden Elemente oder Druckplatten oder Druckverteiler
vorgesehen sind. Der Druck kann auf diese Weise direkt aufgebracht

werden und homogen entlang der Verbindungsfliche beaufschlagt werden.

Indem die Druckfliche zumindest teilweise, insbesondere vollstindig, mit
Ultraschall beaufschlagbar ist, kann zusédtzlich zu dem an der Druckfliche

anliegenden Druck eine Schwingungsenergie an der Verbindungsflache
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aufgebracht werden. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn entlang der
Verbindungsfliche, also an den zu verbindenden Oberflachen der Wafer,
eine Oxidschicht vorliegt. Die Einbringung von Ultraschallschwingungen
wird besonders in Verbindung mit der vergleichsweise kleinen Druckfliche
der erfindungsgemill vergleichsweise kleinen Druckfliche vereinfacht, da
die Ultraschallschwingungen bei der bezogen auf die kleinere Druckfldache
entsprechend geringeren Kraft, insbesondere konstruktiv, einfacher
aufbringbar sind. Die Konstruktion der erfindungsgemidfien Vorrichtung
wird daher kostengilinstiger und eine homogenere und schonende
Druckbeaufschlagung und/oder Schwingungsbeaufschlagung der

Verbindungsfliche wird hierdurch erst erméglicht.

Gemif einer weiteren vorteilhafteren Ausfilhrungsform der Erfindung ist
vorgesehen, dass die Druckfldche parallel zur Beaufschlagungsflidche,
insbesondere linear oder rotatorisch, bewegbar ist. Entscheidend ist eine
Relativbewegung zwischen der Druckfldche und der
Beaufschiagungsfliche, so dass entweder die Druckiibertragungsmittel
durch entsprechende Antriebsmittel bewegt werden oder die Aufnahme des
Wafers bewegt wird oder, was entsprechend aufwendiger wire, sowohl die
Antriebsmittel fir die Druckiibertragungsmittel als auch die Aufnahme

bewegt werden.

Soweit die Druckfliche keilformig ist, ergibt sich bei kreisférmig zu
beaufschlagenden Wafern eine homogene Kraftverteilung entlang der

Verbindungsfliche, insbesondere bei rotatorischer Beaufschlagung.

Soweit die Druckfliche streifenformig ist, insbesondere mit parallelen
Lingsseiten, ergibt sich insbesondere bei quadratischen oder rechteckigen
Waferflichen eine homogene Druckverteilung bei gleichem Kraftaufwand.
Anderenfalls miisste durch entsprechende Steuerung die Kraftverteilung an
die jeweils mit der Druckfliche in Kontakt stehende Beaufschlagungsfliche

angepasst werden.
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Die oben beschriebenen Vorrichtungsmerkmale beziehungsweise

Verfahrensmerkmale gelten fir das erfindungsgemif beschriebene

Verfahren und umgekehrt.

Weitere Vortetle, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich

aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausfithrungsbeispicle

sowie anhand der Zeichnungen. Diese zeigen in:

Fig. la

Fig. 1b

Fig. lc

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4a

Fig. 4b

eine Querschnittsansicht einer erfindungsgemidfien Vorrichtung
in einer ersten Ausflihrungsform in einem ersten

Verfahrensschritt in einer Seitenansicht,

dic Ausfilthrungsform gemall Figur la in einem zweiten

Verfahrensschritt in einer Seitenansicht,

die Ausfithrungsform gemdB Figuren la und 1b in einem

dritten Verfahrensschritt in einer Aufsicht,

eine Aufsicht ciner zweiten Ausfihrungsform der

erfindungsgemiéfien Erfindung,

eine Aufsicht einer dritten Ausflihrungsform der vorliegenden

Erfindung und

eine Aufsicht einer vierten Ausfiihrungsform der Erfindung,

eine Seitenansicht der Ausfithrungsform geméf Figur 4a.

fn den Figuren sind gleiche oder gleich wirkende Merkmale mit den

gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet.

In Figur | ist die erfindungsgemife Vorrichtung stark schematisiert

dargestellt, namlich eine als Probenhalter dienende Aufnahme 4, die
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insbesondere als Chuck mit nicht dargestellten Vakuumbahnen zur

Fixierung eines Strukturwafers 3 ausgestattet ist.

Der Strukturwafer 3 wird mit seiner Aufnahmefldche 30 vollflichig auf der

Aufnahme 4 abgelegt und gegebenenfalls dort fixiert.

Die Aufnahme 4 befindet sich dabel in einer, insbesondere mit Vakuum
beaufschlagbaren, Bondkammer, die als bekannt vorausgesetzt wird und

daher nicht im Einzelnen dargestellt ist.

Der erste Strukturwafer 3 weist zumindest an seiner zur Aufnahmefliche 30

abgewandten Seite Strukturen 5, insbesondere elektronische Bauteile, auf.

Auf den ersten Strukturwafer 3 beziehungsweise die auf dem Strukturwafer
3 befindlichen Strukturen 5 wird ein zweiter Strukturwafer 2
(gegebenenfalls mit korrespondierenden Strukturen 3') auf den ersten
Strukturwafer 3 abgelegl beziehungsweise mit diesem kontaktiert. In einem
vorherigen Schritt werden die Strukturwafer 2, 3 zueinander ausgerichtet,
wofiir entsprechende Ausrichtungsmittel (nicht dargestellt) vorgesehen

sind.

Zwischen den beiden Strukturwafern 2, 3 (genauer: zwischen den
Strukturen 5, 5' der Strukturwafer 2, 3) entsteht durch die Kontaktierung
eine Verbindungsfliche V, an der die beiden Strukturwafer 2, 3 miteinander
verbunden werden beziechungsweise an der die Bondkraft am Ende des
erfindungsgemifen Verfahrens nach dem Verbinden der beiden Wafer 2, 3
vorherrschen soll. Die Verbindungsflache V ist im Regelfall unwesentlich
kleiner als die jeweilige Oberflache der Strukturwafer 2, 3 an der Seite der
Strukturen 5, §', da die Strukturen 5, 5' moglichst eng (volifidchig) auf der
jeweiligen Oberfliche der Strukturwafer 2, 3 aufgebracht werden, um die
Ausbeute zu erhdhen. Insofern ist die Darstellung in den Figuren stark
schematisiert und die Zwischenrdume zwischen den Strukturen 5, 5' sind in

der Realitidt wesentlich kleiner.
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In der Bondkammer sind die Strukturwafer 2, 3 nicht nur mit einer
Temperatur beaufschlagbar, sondern zusédtzlich mit einem Druck, indem
eine Druckplatte | als Bestandteil von Druckibertragungsmitteln in die in
Figur Ib gezeigte Position abgesenkt wird, wobei eine der Aufnahme 4
zugewandte beziehungsweise den Strukturwafern 2, 3 zugewandte
Druckflache D auf die Beaufschlagungsfliche 20 des zweiten
Strukturwafers 2 abgesenkt wird. Die Druckfldche D wird parallel zu der

Beaufschlagungsfliche 20 ausgerichtet.

In Figur lc ist in der Aufsicht erkennbar, dass mit der Druckplatte 1 nur
ein Teilabschnitt der Beaufschlagungsfliche 20 gleichzeitig beaufschlagbar
ist, da die Druckfldche D der Druckplatte 1 deutlich kleiner als die
Beaufschlagungsfliche 20 ist. Die Druckplatte | ist iiber entsprechende,
nicht dargestellte Antriebsmittel einerseits in einer Z-Richtung orthogonal
zu der Verbindungsfliche beziehungsweise der Beaufschlagungsfliche
bewegbar. In Figur lc ist zu erkennen, dass zusétzlich eine Bewegung
paratlel zur Beaufschlagungsfliche 20 beziehungsweise zur Auflagefliche
der Aufnahme 4, also in einer X-Y-Ebene, durch entsprechende X-Y-

Antriebsmittel ausfithrbar ist.

Im Falle der in Figur lc gezeigten Ausfihrungsform wird die Druckplatte |
rotiert, wobei die Beaufschlagungsfliche 20 von der Druckfldche D mit
einem von einer Steuereinrichtung gesteuerten Druck beaufschlagt wird.

Der Druck ist durch Kraftmessmittel messbar.

Die Druckplatte 1 beziehungsweise die Druckfldche D ist begrenzt durch
zwei radial verlaufende Seiten 7, 8 und eine gebogene Seite 6. Die
gebogene Seite 6 ist insbesondere konzentrisch zu einem Schnittpunkt 9 der
Seiten 7, 8. Der Schnittpunkt 9 bildet gleichzeitig eine Spitze der
Druckplatte 1, die zentrisch zu den Strukturwafern 2, 3 ausrichtbar ist.
Gleichzeitig ist die Seite 6 konzentrisch zu den Strukturwafern 2, 3

ausgebildet und anordenbar und eine konzentrisch zu den Strukturwafern 2,



s - veaa

S EVG101024-AT ko08

. 4e ® v ass
L N a4 even .
-
-

.. b PR

3 verlaufende Rotation der Druckplatte | ausfihrbar. Somit ist die
Beaufschlagungsfliche 20 durch die Druckplatte 1 homogen mit einem
Druck beaufschlagbar, wobei die Druckbeaufschiagung und
Rotationsbewegung der Druckplatte | so gesteuert werden, dass an der
Verbindungsflache V in jedem Punkt der Verbindungsfliche V am Ende im
Wesentlichen die gleiche Kraft gewirkt hat. Somit wird ein gleichméaBiger

Bond entlang der Verbindungsflache erreicht.

Durch die vergleichsweise kleine Druckplatte | beziehungsweise
Druckflache D wird es ermdglicht, zusdtzlich zu der Druckkraft
Schallwellen, insbesondere durch Beaufschlagung der Druckplatte 1, an der
Verbindungsfliche V einzubringen. Vorzugsweise werden
Ultraschallwellen verwendet, die die Funktion haben, etwaige
Oxidschichten zu brechen und die Annédherung von
Oberflachenrauhigkeiten, also Erhebungen und Vertiefungen, zu
beschleunigen oder zu begiinstigen. In Kombination mit einer
Temperaturbeaufschlagung findet auch eine plastische Verformung entlang
der Oberflidchenrauhigkeiten an der Verbindungsflache V der sich
gegeniiberliegenden Strukturen 5, 5' statt, insbesondere durch mittels der

Schallwellen induzierte Scherspannungen.

Durch die Rotation der Druckplatte 1 wirkt jeweils in dem darunter
liegenden Teilabschnitt der Beaufschlagungsfliche 20 und damit in dem
darunter liegenden Teilabschnitt der Verbindungsfliche V ein Druck,
insbesondere in Kombination mit den Schallwellen eines an der Druckplatte
1 vorgesehenen Schallgebers (nicht dargestellt). Der Druck in der
Verbindungsfliche V wird durch die Rotation kontinuierlich auf die

gesamte Verbindungsfliche V verteilt.

In derin Figur 2 gezeigten Ausfithrungsform ist zusétzlich zu der
Druckplatte 1 eine die von der Druckplatte 1 nicht beaufschlagte
Beaufschlagungsfliche 20 beaufschlagende zweite Druckplatte 15

vorgesehen. Die zweite Druckplatte 15 ist von der Druckplatte |,
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insbesondere dquidistant, beabstandet und, insbesondere durch eigene
Antriebsmittel, vorzugsweise unabhédngig, von der Druckplatte 1,
insbesondere synchron zur Druckplatte |, rotierbar. Somit ist im Bereich
der Druckplatte 1 cine Druckbeaufschlagung mit gleichzeitiger
Schallbeaufschlagung und im Bereich der zweiten Druckplatte 15 eine
Druckbeaufschlagung (insbesondere mit gleichem Druck wie bei der
Druckplatte 1) erfindungsgemidl méglich, wobei die zweite Druckplatte 15

vorzugsweise nicht mit Schallwellen beaufschlagt wird.

Eine Relativverschiebung der Strukturwafer 2, 3 zueinander wird
vermieden, indem ein ausreichend starker Prebond vor einer Bewegung der
Druckiibertragungsmittel in X-Y-Ebene stattfindet. Dies kann
beispielsweise durch Druckbeaufschlagung iiber einen bestimmten Zeitraum
und/oder Temperaturbeaufschlagung tiber einen bestimmten Zeitraum
und/oder durch Fixierung der Strukturwafer 2, 3 relativ zueinander,

insbesondere im Bereich des Umfangs der Strukturwafer 2, 3, erfolgen.

Durch die in Figur 2 dargestelite Ausfithrungsform wird somit eine fasi
vollflichige Beaufschlagung der Beaufschlagungsfliche 20 mit einer
homogenen Druckkraft erméglicht, wobei im Bereicht der Druckplatte 1

zusidtzlich Schwingungen eingebracht werden kénnen.

In der in Figur 3 gezeigten Ausfiithrungsform erfolgt die
Druckbeaufschlagung durch Linearbewegung entlang einer Linearrichtung
L, wobei e¢ine Druckplatte I' mit einer streifenférmigen Druckfliche D
vorgesehen ist. Die Druckfliche D weist zwei parallele Lingsseiten 10 und
zwei die parallelen Léngsseiten 10 verbindende Seiten 11 auf. Die
Druckplatte 1' ist so anordenbar, dass die Langsseiten 10 orthogonal zur

Linearrichtung 11 ausgerichtet sind.

Die Beaufschlagungsfliche 20 des zweiten Strukturwafers 2 wird durch
Linearbewegung und gleichzeitige Druckbeaufschlagung (und insbesondere

zusatzlicher Beaufschlagung mit Schallwellen) kontinuierlich gebondet,
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wobei im Ubrigen die Ausfiihrungen zu Figur | zu den Figuren la bis Ic

analog gelten.

Die in Figur 4a und 4b dargestellte Ausfihrungsform stellt quasi eine
Kombhination der dret Ausfithrungsformen gemal Figuren la, Ib, lc, 2 und

3 dar.

Die Figuren 4a und 4b zeigen ein Werkzeug 30 als Bestandteil der
Druckiibertragungsmittel, bestehend aus einem konusférmig zu einer
Druckfliche D zulaufenden Druckelement 17, einem das Druckelement 17

beaufschlagenden Schaft 22 und Stiitzstreben 18.

Das Werkzeug 30 kann, insbesondere in z-Richtung, schwingen oder
vibrieren. Die Druckfldche D ist in einer Lingsrichtung A mindestens so
lang wie der Durchmesser des zu beaufschlagenden zweiten Strukturwafers
2, inshesondere mindestens 300mm (Léinge). Quer zur Lingsrichtung A,
also in Querrichtung Q ist die Druckfliche D des Druckelements {7
dagegen schr diinn, insbesondere kleiner als 10mm, vorzugsweise kleiner
als Smm, noch bevorzugter kleiner als lmm (Breite)}. Die jeweils
gegeniberliegenden Seiten der Druckfldche verlaufen analog der
Ausfithrungsform gemdl Figur 3 parallel. Das Verhdltnis zwischen Breite
und Linge ist kleiner {/30, insbesondere kleiner 1/50, noch bevorzugter
kleiner 1/100.

Das Druckelement 17 ist um den Schaft 22, insbesondere hin und her,
rotierbar, wobei Rotationsantriebsmittel nicht dargestellt sind. Die Rotation
erfolgt um einen Drehpunkt 9, insbesondere konzentrisch zum
Strukturwafer 2 beziehungsweise zur Aufnahme 4, entsprechende

Ausrichtung der Strukturwafer 2, 3 vorausgesetzt.

Stempel 21a und 21b fixieren durch eine statische Druckkraft die Wafer 2
und 3, damit wihrend der Rotation des Druckelements 17 eine

Verschiebung der Wafer 2, 3 zueinander verhindert wird.
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Das Druckelement 17 kontaktiert die Oberfliche 20 des Wafers 2. Mit
Vorzug wird eine schwingende und oder vibrierende Bewegung dem
statischen Druck tiberfagert. Danach beginnt sich das Druckelement 17 um
den Drehpunkt 9 zu drehen. Die Stempel 21a und 21b beschrinken dabei
den Winkelbereich der Rotation auf 90°, wobei die Rotation in diesem
Winkelbereich mehrfach wiederholt werden kann. Wihrend einer 90°
Drehbewegung werden etwa 50% der Fldche der beiden Wafer miteinander
gebonded. Danach werden die Stempel 21a und 21b von der
Beaufschlagungsfliche 20 abgehoben, so dass diese entlastet ist. Es folgt
eine 90° Drehung der beiden Stempel 21a und 215 um den Drehpunkt 9. Die
Stempel 21a und 21b werden danach wieder auf die Beaufschlagungsfliche
20 des zweiten Wafers 2 gedrickt und fixieren diesen. Schlieflilich erfolgt
eine weitere durch statischen Druck und/oder Schwingung und/oder
Vibration iberlagerte 90°-Drehbewegung des Werkzeuges um den
Drehpunkt 9, um die verbleibenden 50% der Waferoberfldchen miteinander

zu verbonden. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden,

Die Druckflachen I, 1" kénnen mit Mustern strukturiert sein. Mit Vorzug

sind die Muster regelmiBig,.
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Verfahren und Vorrichtung zum Bonden zweier Wafer

Bezuocszeichenliste

o

Druckpiatte

Zweiter Strukturwafer
Beaufschlagungsfliche
Erster Strukturwafer
Aufnahmeseite
Aufnahme

Strukturen

Seite

Seite

Seite

Schunittpunkt
Léngsseiten

Seiten

Zweite Druckplatte
Verbindungsfldche
Druckflache

Linearrichtung
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Verfahren und Vorrichtung zum Bonden zweier Wafer

Patentanspriiche

Vorrichtung zum Bonden zweier Wafer (2, 3) an einer
Verbindungsfidche V der Wafer (2,3) wobei ein
Druckibertragungsmittel mit einer Druckfliche D zur Beaufschlagung
der Wafer (2, 3) mit einem Bonddruck an der Druckfliche D
vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckfldche D

kleiner als die Verbindungsfldche V ist.

Vorrichtung nach Anspruch [, bei der die Druckfliche D<80 %,
insbesondere <60 %, vorzugsweise <40 % der Verbindungsfliche V

1st.

Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche, bei der die
Druckfldche D zumindest teilweise, insbesondere vollstindig, entlang
einer von der Verbindungsfliche V abgewandten

Beaufschlagungsfliche (20, 20') eines der Wafer (2, 3) bewegbar ist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei der der
Bonddruck auf einen zur Druckfldche D korrespondierenden

Teilabschnitt der Verbindungsfliche V aufbringbar ist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei die die
Druckfldche zumindest teilweise, insbesondere vollstindig mit

Ultraschall beaufschlagbar ist.
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Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei der die
Druckfliache D paralle! zur Beaufschlagungsfldche (20, 20'),

inshesondere linear oder rotatorisch bewegbar ist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei der die

Druckfldche D keilférmig ausgebildet ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche | bis 6, bei der die
Druckflache D streifenformig, insbesondere mit parallelen

Lingsseiten (10), ist.

Verfahren zum Bonden zweier Wafer (2, 3) an einer
Verbindungsfliche V der beiden Wafer (2, 3), wobei durch
Druckiibertragungsmittel (1) mit einer Druckfldche D zur
Beaufschlagung der Wafer (2, 3) ein Bonddruck nacheinander auf

Teilabschnitte der Verbindungsflache V aufgebracht wird.
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Verfahren und Vorrichtung zum Bonden zweier Wafer

Patentanspriche

Vorrichtung zum Bonden zweier Wafer (2, 3) an einer
Verbindungsfliche (V) der Wafer (2,3) wobei ein
Druckiibertragungsmittel mit einer Druckflache (D) zur
Beaufschlagung der Wafer (2, 3) mit einem Bonddruck an der
Druckfliche (D) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Druckfldche (D) kleiner als die Verbindungsfliche (V) ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die Druckfliche (D)<80 %,
insbesondere <60 %, vorzugsweise <40 % der Verbindungstlache (V)

1st.

Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche, bei der die
Druckfliche (D) wihrend der Beaufschlagung der Wafer (2, 3) mit
einem Bonddruck zumindest teilweise, insbesondere vollsténdig,
entlang einer von der Verbindungsfliche (V) abgewandten

Beaufschlagungsfliche (20, 20'") eines der Wafer (2, 3) bewegbar ist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei der der
Bonddruck auf einen zur Druckfliche (D)} korrespondierenden

Teilabschnitt der Verbindungsfliche (V) aufbringbar ist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei der die
Druckfliche (D) zumindest teilweise, insbesondere vollstindig mit

Ultraschall beaufschiagbar ist.
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Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei der die
Druckfliche (D) wihrend der Beaufschlagung der Wafer (2, 3) mit
einem Bonddruck parallel zur Beaufschlagungsfldche (20, 20'),

insbesondere linear oder rotatorisch bewegbar ist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei der die

Druckflache (D) keilférmig ausgebildet ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, bei der die
Druckfliche (D) streifenférmig, insbesondere mit parallelen

Lingsseiten (10), ist.

Verfahren zum Bonden zweier Wafer (2, 3) an einer
Verbindungsflache (V) der beiden Wafer (2, 3), wobei durch
Druckitbertragungsmittel (1) mit einer Druckfliche (D) zur
Beaufschiagung der Wafer (2, 3) ein Bonddruck nacheinander auf
Teilabschnitte der Verbindungsfldche (V) aufgebracht wird.
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